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XEBECブラシ 旋盤用

特許取得済

【ポイント①】ミーリング機能の無い旋盤でもバリ取りが可能に
セラミックブラシの高い研削力と剛性を活かしワークを回転させ、ブラシを押し当てる
だけでバリ取りが可能に

【ポイント②】位相合わせ不要でバリの除去が可能
ワークを回転させながらブラシを押し当てるため穴位相合わせ不要

ねじバリ

Before After

交差穴バリ

使用イメージ加工動画

旋盤でのバリ取りを自動化する「XEBECブラシ旋盤用」を発売します。

発売日は、最小加工径21㎜用（A11-TB06）が5月9日(月)、最小加工径12mm用
（A11-TB025）が7月を予定しています。
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